IIIIIII@R@@
SMT - info
Illllllﬂ@/ﬂﬂ

BULLETIN ANOTACI

BULLETIN OF ABSTRACTS

PAJENI A TEPELNE PROCESY
CISTENI DPS

NOVINKY V MIKROELEKTRONICE

69. Cislo, Brno, 18.10. 2011
/priloha k pozvance na akci 10/11/

Vydava: SMT-info konsorcium

ISSN 1211-6947



Obsah / Contents:

K.Jurak
Ekologie a trendy ve vyrobé DPS v dokumentech IEC/TC: 91,111...
Ecology and Trends in the PCB Production in Standards IEC/TC: 91,111...

J. Pulchart
Materialy s nizkym obsahem stfibra pro SMT vyrobu
Low-Silver Soldering Materials for SMT Production

P.Heilmann
Zadné c¢asové zmény u DPS rozdilnych velikosti béhem vytvrzovani nebo suseni
No change-over time for PCBs of different sizes at curing or drying processes

M. Hurban
Back Side Reflow (nesymetricky vertikalni teplotni profil)
Back Side Reflow

M. Duda

Kam dospélo mékké pajeni? Novinky v sortimentu predniho svétového vyrobce

- firmy ERSA

Where is Soft Soldering Reached? Latest in Assortment one of the World Wide Producer
— Firm ERSA

V. Sitko
Nejnovéjsi trendy v ¢iSténi na vodni bazi — problémy a jejich feSeni
Latest Trends in Water Base Cleaning — Problems and Solutions

P.Gabris
Praktické zkuSenosti s pouzivanim selektivniho pajeni ve firmé PANASONIC Plzen
Practical Experience in Selective Soldering in Firm Panasonic AVC

M.Hanak, Z.Mrstny
NitroFas — cesta k pajeni v ochranné atmosfére
NitroFas — Soldering in Inert Atmosphere

J. Sandera
ZpUsoby SMT montaze elektronickych modult
Methods of Surface Mounted Assembly for Electronic Modules

J. Stary
Nova generace OSP pro LF proces a testy hajitelnosti
New OSP Generation for LF Process and Solderability Tests

Informace o inzerci
Advertisement’s Informations

Inzerce
Advertisement

Do sborniku mohly byt zafazeny pouze anotace a odborné prispévky, které jsme obdrzeli pfed

uzavérkou Bulletinu.
Uvedené materiély neprosly jazykovou redakci.

strana

10

13

17

19

23

27

31

32



SMT Info 10/2011 — JU: Ekologie a trendy - IEC TC 86, 91, 101, 107, 111

| T Ry I, .
d -Il‘I-I-I

H.rF:Li.BL 2 31

"
u HE . H EEm H E .
[ H E N

| ] [ B | H Eu
I
en "SR
u

il 1 ---'1 I-_l:l

.r. | B

| -III
e L

L _.lhll

H-.
Bl Pt R,

FE!

= v e

L

‘n

-.l. ..l- |
I_I ‘I- u [ II

i

s e B RSN
bl P IR

(BN g | gt




SMT Info 10/2011 — JU: Ekologie a trendy - IEC TC 86, 91, 101, 107, 111

B o aefee B"mimn un

. i I hll rll

[ HEN |

HE = u u H . |
I [ HE HE N

| ] [ L] --.
II |

1" A

LR
g gl e e

e o k" B G
= ™ :_-'I"I'I"I-

|| II l--.-* u u
] u I § . l.l u
Il E EE N = Em | | |
] __I HEE =N __ B ] ]

IE“I" Yy msm
-_—rrhT T e

-IF..I_IIII u
H i E . = Fl--

HEE BN L ] - -.
EE ' = = Il N EE TEm

N




SMT Info 10/2011 — JU: Ekologie a trendy - IEC TC 86, 91, 101, 107, 111

-I.I | u -‘ . = | W
H m ENIE N Em H . Il e .

-lqll I [

R e, 3

e £ { 5

I1_—I F_ anm EE EE HE EOE .

il ol » e sk BN E N EENEEN NN BN BN NN

H IS = I-.=
| L} H B H B -. | H B W | | H N HEE B
H B I- . | | | | NER = EmnE u
e N ERE LR . | W
- B
- an all Ha nnl o annmonmm E
BRI et L == _ mExomm- o=
- = _— - - H B N | B | | N | | | [ |
I .I I | | III- [ ] | I N | [ | | | | | | | [ ]
| | HEEE BB s | | Il B e I
I PEN B m I [ | H E R
| || H EE m H N
= ==
i I cim owm o
‘ R —— | | [ | H EH N [ | I [ |
H BN | N |
[ | _
| | | |
.-I I-II N N :: I. .:
HEE BN Em | [} | |
H D U EE N e Il B .
H HEHEVPEEE BB B Dl : ..:. "
H N H P EEESE = - = -
.-I I.I -I-II.I — - -

FET T I N S
- .




MATERIALY S NiZKYM OBSAHEM STRIBRA PRO SMT VYROBU
Jan Pulchart
SENJU METAL EUROPE GmbH

Spole¢nost SENJU METAL EUROPE se zabyva vyrobou a prodejem material(l a stroju pro
pajeni v SMT vyrobé.

Nase Siroké spektrum produktlt zahrnuje:

Pajeci pasty pro reflow procesy, ty€e pro plnéni
pajecich vin, pajeci draty riznych priiméru (jiz od
0,1mm), cinové kulicky, fluxy a kapaliny pro
pajeni, rizné druhy prefabrikovanych dilG a
podobné.

Zabyvame se téz vyrobou a prodejem stroju pro

pajeni. Jena se o pfetavovaci pece, pajeci viny - u —
(double-wave), selektivni viny, €i stroje na nanaseni 1
fluxu.

Low-Silver pajeci pasty:

Jak jisté vite, snaha o ochranu pfirody nas donutila pfejit z relativné levnych a zaZitych
material(l s obsahem olova na materialy bezolovnaté. Tyto materialy s sebou ale bohuzel
pfinesly do vyroby mnoho procesnich problém, se kterymi jsme se museli pfi pfechodu na
lead-free technologii potykat. A bohuZzel, v dnedni dobé& uspornych opatfeni, se také stale vice
projevuije jejich dalSi nevyhoda, kterou je diky relativné vysokému obsahu stfibra jejich vysoka
cena.



To nuti nas vyrobce pfemyslet, jakym zplisobem obsah stfibra, jehoz cena na trhu neustale
stoupa, v nasich produktech minimalizovat, samoziejmé pfi zachovani procesnich i
kvalitativnich parametrd dosazenych v nasich soucasnych produktech.

Spolecnosti Senju Metal se podafilo vhodnyou kompozici slitiny a novym type fluxu takové

fladds L, mlsiH

Jedna se o dva typy materialt a to Senju EcoSolder M40 a M46. U téchto materiald se nam
podafilo snizit jejich cenu a to zmensenim podilu drahého stfibra. | pfes to se nam ale podafilo
prekonat pfekonat problémy, které zpo&atku branili uvadét nizkostfibrné materialy na trh.

Témito problémy, se kterymi jsme se u prvnich typl takovychto past setkavali, jsou zejména
zhor$ena odolnost viéi teplotnimu namahani a také zvyseni teploty taveni a s tim souvisejici
problémy s dosazenim teplotniho profilu a nebezpecdi prehfati soucastek.

V tabulce nize si mlzete prohlédnout parametry a vlastnosti téchto novych typl past
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nejlepSi mozné feseni.

SENJU METAL EUROPE GmbH (Prague branch), Plzeriska 16, 150 00 Praha
Tel: 420 257 289 500, Fax: +420 257 289 501, E-mail: info@senju-m.de



Liikon Thermal Solutions AG
Hauptstrasse 63

Postfach 144

CH-2575 Tauffelen

Telefon +41 (0)32 396 06 06 Thermal Solutions

Telefax +41 (0)32 396 06 05
www.lukon.ch - info@lukon.ch

Drying (lacquer) / Hardening (underfill) / Curing (glue) Processes > 20 min
at Different Products Without Change-Over Time

Thermally drying lacquers (not UV- or IR-drying) or Curing Processes often require process times of
20 min or more. In continuous high-capacity production, such processes cause serious problems as
the equipment for thermal treatment (ovens) will take a lot of space in the production floor.

A simple calculation:

1 PCB/min, size 300x300 mm, 30 mm distance = 3 PCBs in 3 min need 1.0 meter

2 PCB/min, size 135x135 mm, 30 mm distance = 6 PCBs in 3 min need 1.0 meter.

Each 3 min process time require 1.0 meter tunnel length (plus feeding and outlet belt), i.e.
20 min process = 7.1 m resp. 30 min process = 10.0 m ... (plus feeding and outlet).

A space saving solution for such processes are inline ovens
where the products (PCBs) are transported vertically — -
sometimes called “paternoster systems”.

H3

Calculating a horizontal inline oven for the drying of lacquer at PCBs, size 370x165 mm (LxW), cycle
time 45 sec, process time 50 min (10 min heat-up, hold at 80 °C for 30 min, 10 min cool-down).

50 min = 3000 sec : 45 sec = 67 PCB in total process (oven).

400 mm (370 + 30) x 67 =26.8 m x 1.0 m (one lane) [or 13.4 m x 1.0 m dual lane] (plus f. & o. belt)

Vertical system: footprint = 2.2 x 1.3 m (total height = 3.25 m for 12-zone-oven).

Finding the floor space for a suitable system is one thing, another problem with longer processes is
the change-over time, especially when different sized products have to be treated every day. Above
example (50 min total process time) requires a period of at least 50 min, while no products of different
width can be loaded in a horizontal system (e.g. chain conveyor). The oven first has to run empty.

A vertical system, where an individual carrier for each product (PCB) is provided, can realise a one-
piece-flow, i.e. each PCB can have different dimensions than the one before. The vertical inline ovens
of the Swiss company Liikon dispose of a complete set of carriers (“‘oven trays”) which permanently
circulate through the system. Each tray is furnished with two guiding rails — one is fix, the other one is
adjustable.

The automatic width adjustment for the trays (carriers), will set the correct width for each PCB —
provided that the information of the dimension is handed over to the oven (for example by bar-code
labelling of the individual PCBs or by manual setting of the new width in the oven control at each
change of dimension).



Back side reflow — vertikalné nesymetricky pajeci profil
Ing. Milan Hurban, Rehm Ceska republika s.r.o.

S narGstajici integraci a zvySovanim produktivity v oblasti vyroby elektroniky velmi tzce souvisi i technologicky
VYVoj a rozvoj. Snaha o zjednoduseni a hlavné zrychleni celého vyrobniho procesu vede i k dalSimu vyvoji pfi
pajeni soucastek. Jednou z moznych cest je i technoloogie Back side reflow.

Tuto technologii jsem popsal v jedné z prfedndsek v roce 2004. Samoziejmé i ona od té doby doznala velkych
zmén a dalsiho vyvoje. Dnes se nejednd uzZ jen o spole¢né pdjeni SMD a THT soucdstek v jednom procesu, napf.
vyuzitim techniky ,soft lock” a ,,pin in paste®.

Technika ,soft lock” spocivala ve specialné pripravené DPS s upravenym prokovy, které fixovaly dratové
soucastky tak, aby je bylo mozno pajet spolu s SMD prvky a zaroven nedoslo k jejich poskozeni nadmérnym
teplem, na které mnohdy nebyly konstruovany. Takto ,upevnéné” soucdstky projizdély specialné upravenou
peci, kdy shora dochazelo k zapdjeni a zdola byla teplota s vyuzitim chladiciho agregdtu sniZzena natolik, Ze
nedoslo k tepelnému poskozeni citlivych plastovych dilli jako jsou konektory apod.

Tato cesta ovSsem vyzadovala pomérné slozité zafizeni, ve kterém ,proti sobé” stdlo topné téleso a tepelny
vymeénik ochlazovany studenou vodou. Nicméné funguje to a dodneska se na téchto zafizenich paji. Energeticka
naro¢nost a agregat uvniti pece nepfidavaly na jednoduchosti. Slo véak o prvni zafizeni tohoto druhu, proto se
nelze divit a hlavné je tfeba to v tomto kontextu posuzovat.

Doslo i na patentovou ochranu této technologie, pro nova zafizeni je treba mit radné zakoupenou licenci.
Technika jde dal a tak dosSlo v nedavné dobé i na inovaci této specidlni metody pdjeni. Protoze se jedna o
rozdilné teploty v pajecim zafizeni shora a zdola, mluvime o nerovhomérném vertikalnim nastaveni profilu.
Podstata nového feseni je v pouZiti jen mirné modifikované pece fady VXP s vyuzitim vSech jejich prednosti a
zaroven dosazeni vhodného profilu ve vertikdlnim sméru. Vyhodou je pouZiti standardniho pyrolytického
reaktoru pro Cisténi atmosféry v peci, sériové kazety topného systému i pouZiti nemodifikovaného systému
fizeni a programovani pece. To vie velmi ulehCuje vyrobu pfi zachovéani vyhodnych vlastnosti systému back side
reflow. Vzhledem k dobrym vlastnostem zvoleného feseni jiz neni tfeba IR podpory v pajeci zoné a pajeni
zabezpecuje jen standardné pouzivana vynucena konvekce.

Novy systém pracuje i bez nutnosti specialné navrzenych DPS se ,soft lock” technologii a umoziuje pajet i
pomérné velké soucastky s poloze ,na zadech”, které by jinak pfi tomto typu pdjeni bez mechanického
upevnéni popadaly do vnitfniho prostoru pece.

Principem je nerovnomérny profil , kdy shora pajime bezolovnatou pdjkou a zdola dokazeme dosahnout teplot
o cca 60 °C nizsich, neZ jsou nahore. To znamena3, Ze pfi potifebné teploté shora kolem 235°C mame dole 175°C,
coz je hluboko pod teplotou liquidu dané pajky. Tim padem nedojde k nataveni pajky na dolni strané DPS,
soucastky na ni umisténé zlstanou pfipajené a ani jejich mnohdy zna¢na hmotnost neni dlvodem k ,,opadani“
dild v peci.

Tato technika se velmi dobfe uplatni napf. na deskach pro telekomunikacni pramysl, kde je mnozstvi velkych
konektord, které by se jinak musely pajet vinou nebo selektivni vinou. Takto se zapaji pfi prvnim prichodu peci
a pfi druhém prljezdu teplotnim tunelem pece nedojde k jejich nataveni a ani odpajeni. Navic Ize s vyhodou
pouZit jejich SMD provedeni, tedy snadnéjsi osazeni napf. automatem.

Vysledkem je znacné zjednoduseni vyrobniho procesu, Uspora ¢asu a zvyseni produktivity vyroby.

Vlastni technické feseni je pomérné jednoduché a ukazuje, Ze i jednoduchymi prostfedky lze dosdahnout
znacného zlepseni procesu. Pfes teplotni komoru prochdazi roura, kterd je na jednom konci mimo komoru
oteviend a na druhém konci pfipojena pres fizeny ventil k systému odsavani. Nékolik takovych systémua je
spojeno do spolecného odtahu, ktery ma i vlastni ventilator a nezatéZuje tak odsavaci systém vyrobni haly.
Rizeni je potom realizovano jednoduchym SW tladitkem v ovladacim poli ¥idiciho softwaru a technolog toto jen
aktivuje pro poZadovany produkt. Celé nastaveni systému je provedeno jiZz vyrobcem, teplotni priibéhy jsou
totiz vpodstaté dany.

Systém odebirani tepla pres sténu ocelové trubky navic umoziiuje velmi elegantné snizovat teplotu v peci napf.
i pro zménu profilu zteplejsSiho na chladnéjsi. Prebytecné teplo je odvedeno pry¢ z procesni komory a
nedochazi k ovlivnéni dusikové atmosféry v peci. Jiné systémy, které vyuzivaji napf. vhanéni studeného vzduchu
do prostoru pece, atmosféru znac¢né ovlivni a navrat do inertniho prostredi vyzaduje dalsi neproduktivni ¢as.

Systém fi Rehm zvysuje produktivitu pajeciho zarizeni a znovu dokazuje, Ze tato firma patfi k leaderiim v oblasti
technologie.

Rehm Ceska republika s.r.o. Tel. : 606 766 294
Nam. S. Freuda 4 rehm@reflow.cz

742 58 Pribor



Kam dospélo mékké pajeni? Novinky v sortimentu predniho
svétového vyrobce — firmy KURZ ERSA

Prednasejici: Michal Duda (PBT RozZnov p.R. s.r.o.)
Kontaktni osoba: Michal Duda (PBT RozZnov p. R. s.r.0.)
www.pbt.cz Em E N -

Kurz ERSA GmbH je jednim z nejvyznamnéjsich svétovych vyrobcli techniky pro pajeni

v elektronickém a elektrotechnickém prlimyslu. Firma byla zaloZena v roce 1921 p. Ernstem
Sachsem a byla viibec prvni, ktera vyrabéla elektricky vyhfivana pajedla. Jako prvni

na evropském kontinentu zahajila vyrobu pajecich vin a vytvofila tak dnes jiz témér 90letou
tradici konstrukce a vyroby strojii pro hromadné pajeni.

V soucasné dobé je ERSA jedinym svétovym vyrobcem, ktery nabizi soucasné pajedla pro
rucni pajeni a opravy i techniku hromadného pajeni a udava trend ve vyvoji a
technologickém pokroku. Jeji sortiment zahrnuje kompletni potreby pajeni na deskach
plosnych spojti, vCetné poslednich trendd, jako je lokalni pajeni, pajeni BGA pouzder a jejich
kontrola.

Podnik ma dva samostatné pracuijici zavody:
o ERSA I - vyvoj, vyroba a prodej rucni pajeci techniky
e ERSA II - vyvoj, vyroba a prodej zarizeni pro hromadné pajeni

Pfes 250 spolupracovnikd v obou zavodech se zabyva vyrobou, konstrukci i zakladnim
vyzkumem. To umoznuje vytvaret velky pocet inovaci — vétsSina stroji stejné typové fady
se minimalné jednou ro¢né podstatné konstrukéné méni. ERSA je dodavatelem svétového
vyznamu — zarizeni pod touto znackou Ize spatfit ve vice nez 40 zemich svéta.

Velmi Uspésny pribéh rucniho pajeni firmy ERSA se datuje od roku 1921, kdy zakladatel
firmy, pan Ernst Sachs, pozadal o patent na prvni elektrické pajedlo. V soucasnosti patfi
spolecnost ERSA k nejvétSimu vyrobci téchto rucnich pajedel na svété a diky své dlouholeté
tradici, bohatym zkusenostem a prvotfidni kvalité svych vyrobk( patfi k nejoblibenéjsim
vyrobclim pfimo u zakaznikd.

ERSA I — NOVINKY

I-CON nano / I-CON Pico

- vynikajici pomér CENA X VYKON

- vykon 80W

- jednoduché ovladani

- 3 x pevné nastavené teploty pajeni

- moznost softwarového uzamknuti stanice

ol d
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MOBILE SCOPE

.._- ._-' - jednoduché rucni provedeni inspekéniho endoskopu
- vyménna optika pro inspekci BGA pod Ghlem 90° a 0°
- nastavitelné LED osvétleni
| | -
|

kompatibilni se SW ImageDoc Basic

- nizké porizovaci naklady
|

DIP & PRINT STANICE

- pripravek pro velmi jednoduché nanaseni pajeci
pasty primo na vyvody soucastek pro opakovatelny
rework proces

- jednoducha manipulace

- kompatibilni pro rework systémy ERSA

ERSA II — NOVINKY

POWERFLOW e N2

- modularni platforma pajeci viny

- N2 atmosféra v kompletni délce stroje

- ramovy nebo prstovy dopravnikovy systém
- precizni postfikovy fluxer

- standardni predehrev 1500mm

- Siroky vybér pajecich trysek

- robustni konstrukce

HOTFLOW 3/14e HOTFLOW 3/20e série

: - cenoveé dostupnéjsi modely
n - robustni konstrukce
- vylepSena izolace a nizsi spotreba el. energie
| - fetézovy dopravnik s piny se stfedovou podpérou

11



ECOSELECT One
Predstaveni na PRODUCTRONICA 2011.

- mala platforma selektivniho pajeciho stroje
- velikost DPS 500 x 500 mm
- shodny pajeci modul jako u nejvyssi rady Versaflow 345
- moznost zdvojeni pajeciho hrnce (olovo X bezolovo)
- precizni DROP-JET postfikovy modul
- IR spodni predehrev

ECOCELL

- samostatna vyrobni jednotka (ostrlivkova koncepce vyroby)

- vysoce flexibilni v konfiguraci predehfevi a pajeciho modulu

- technologie pajeni ze spodni strany smacivou pajeci tryskou

- Drop-Jet postrikovy fluxer

- segmentovy dopravnikovy systém s piny (vice DPS ve stroji
= vySSi vykon)

Zdvojeni pajeciho modulu — Selektivni pajeci stroje + dalS$i moznosti

ity s 65

Rozdilné pajeci slitiny Rozdilné priiméry péjecich trysek Zakaznickd multi-tryska

- nabizi pouziti dvou rozdilnych typl pajecich slitin ve stroji najednou (olovo X
bezolovo)
- nabizi poufZiti rozdilnych pr@imérd pajecich trysek v kombinaci:
e shodna pajeci slitina v obou pajecich hrncich
e rozdilna pajeci slitina v obou pajecich hrncich => smiSena vyroba bez
potfeby prenastaveni stroje
- moznost nastaveni pozadované roztece vzdalenosti pajecich trysek => pajeni
v maskach => 2x vyssi vykon stroje v pajecim modulu

m m
-‘
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Aktualni vyvoj technologie cCisténi v elektronice

— trendy, prekazky, jak je prekonavat

Prednasejici: Viadimir Sitko (PBT RozZnov p.R. s.r.o.)
Kontaktni osoba: Michal Saffer (PBT RoZnov p. R. s.r.o.)
Dusan Stajer (PBT RoZnov p. R. s.r.o.)

www.pbt.cz

V posledni dobé se stale vice hovori o Cisténi bezoplachovych tavidel. Z hlediska
informaci pouze nékolik let starych jde o logicky nesmysl. K Cisténi je i podle platnych norem
k dispozici kategorie tavidel, ur¢ena pro cisténi (RA, RMA ,vodorozpustna)

Ve skutec€nosti je to vSak vysledek technologického vyvoje montaze elektronickych sestav a
rostoucich pozadavk{ na jejich funkci.

V 90 letech byla masivné zavadéna technologie pajeni NO- CLEAN s hlavnim cilem
zjednodusit proces a snizit vyrobni naklady. Jak se jiz fada vyrobcl i zakaznikl mohla
presvédcit, ma tato technologie jisté hranice aplikace. Je stale velmi mnoho vyrobkd, které je
Uspésné mozné bezoplachovou technologii vyrabét. Soucasné se ale tato hranice posunuje
vlivem zavadéni novych pouzder (CSP, LLC,LLMA a dalSich), ktera zmensuji izolacni vzdalenosti
na DPS. Priznivé vlastnosti syntetickych tavidel z hlediska vlastniho pajeni (jsou navrzena pro
bezoplachovy proces a s vyssi teplotni odolnosti s ohledem na bezolovnatou technologii) nestaci
na rostouci pozadavky vyssiho SIR a odolnosti proti klimatickym vlivlim. Soucasné se elektronika
vyviji smérem k technicky narocné&jsim aplikacim a dostava se do stéle vice situaci, kde ji
potkavaji extrémné zhorSené podminky.

Rada dosavadnich zavedenych technologickych postupl montaze selhava, nenf jiz
jednoduché analyzovat priciny téchto selhani a vyrobci se vraceji k Cisténi elektronickych sestav,
nyni vSak jiz zpracovanych bezoplachovymi tavidly.

Neustale tvrdsi poZzadavky na cenu sestav, zmensovani Z- osového odstupu komponent
od podlozky, aplikace novych pouzder, zvySuji naroky na Cistici proces. Nejde jen o vlastni Cistici
chemii, ale cely proces, zahrnujici nejen chemické, ale i fyzikalni faktory.

To vede ve stavbé strojl k uplatfiovani konstrukcnich metod, dfive vlastnich jen
narocnym oborlim. Matematické simulace, modelové zkousky pfi stavbé strojli a metody vyvoje,
které jesté pred nékolika lety byly vlastni pouze specialnim oborlim pfesné mechaniky,
hydrauliky, letectvi je nutné uplatfovat i zde.

Tendenci poslednich dvou desetileti je soucasné zavadéni a vyvoj technologii Cisténi na
vodni bazi. Ta ma své opodstatnéni, nejen v cenach technologického zafizeni, v ekologi¢nosti
diky extrémné nizkému dopadu na odpadni vody a ovzdusi, ale i v rostouci ucinnosti a
aplikovatelnosti této technologie.

Pro optimalizaci konstrukce i procesu je nutné podrobné vydélit a zkoumat jednotlivé
faktory procesu Cisténi, neni jiz mozné se, jako v minulosti, zabyvat jimi jednotlive.

Teprve na zakladé detailniho zkoumani je redlné inovovat Uspoésné stavajici konstrukce strojli a
projektovat nové , s vyssi Ucinnosti a hospodarnosti.

13



& b Y b Y
L=— NI = == = =
LR S = Z e
—— = ™ T e Ee=
ol e =
== g =
‘ - F_
& - Y
- o= =
- =T eEm ==
= L
--"m=-"= -k =
-:-———_—_
L 5 - - .

Tento trend se odrazi v rostouci slozitosti technologickych zafizeni. Pokud kdokoli
z vyrobcl zafizeni tvrdi, Ze to neni pravda, Ze v elektronice postadi stavét stroje pouze metodou
odhadu a pokusu (tedy ,jednoduché" a ,optimalizované" u zakaznika), zpravidla jesté o vlastnim
procesu mnoho nevi. Zkusenosti v tak komplexnim oboru, jako Cisténi elektronickych sestav a
nastrojl se ziskavaji pouze dlouhodobou praktickou cinnosti; v literatufe je nenajdete.

Zde, bohuzel, zakaznik, s ohledem na vysokou specializaci a komplexnost technologie,
ma mnohdy jen zakladni predstavu pri porizeni technologie o€ vlastné jde a reklama, nadnesena
tvrzeni obchodnikl i zjednodusené obchodni argumenty vykonaji Casto své.

Zakladni otazky dneska jsou:
e Jak vlbec hodnotit Cistotu elektronickych sestav a nastrojd
e Jak (istit synteticka tavidla, ur¢ena pro NO-CLEAN proces
e Jak distit pod komponentami s nizkym odstupem od DPS (low stand-off components)
e Lze Cistit (a do jaké miry) mechanické oteviené komponenty)
e Jak zachovat kompatibilitu plastd a kovovych povcrhl s procesem

-vvrs

e Jak dosahnout nejnizsich celkovych nakladd procesu

Zacnéme od konce, nebot’ penize jsou to, co vSechny vzdy nejvice zajima.

Stale jesté je chapana cena zarizeni za urcujici pro ekonomii procesu. Bohuzel, vétSinou (a
které se projevi v nizké spolehlivosti, ¢asto i nebezpecnosti a predevsim ve vysokych provoznich
nakladech.

Dalsim faktorem, ktery je ve zjednoduseném pojeti hodnoceni ¢asto posuzovan, je litrova
cena Cistidla. Neni témér nikdy bran do Gvahy mozny rozdil vlastnosti — tj. vedlejsi naklady
spojené napr. s rychlosti odparovani, vlivem na odpadni vody, vlivem na komponenty stroje -
tésnéni, kavitace, nutnou mirou odsavani (Skodliviny, zapach)



Optimalné strojem podporovany proces musi zajistit:

¢ Vysokou kvalitu Cisténi (jak se hodnoti?, jak ji stroj monitoruje?, jak ji stroj dosahne?, jak
kontroluje chemické a fyzikalni parametry uvniti procesu?)

¢ Evidenci a zpétnou sledovatelnost procesu i stavu stroje (proces musi byt nezavisly na obsluze,
konstantni a prokazatelny — jaké vSechny parametry sledovat?)

e Vysoky stupen kompatibility procesu s vyrobkem (presné dodrZeni doby plsobeni mnohdy velmi
aktivnich Cisticich prostiedk( na vyrobek, pouziti imérnych a efektivnich fyzikalnich podpdrnych
metod, které vyrobek neohrozi)

e Optimalni ekonomii procesu - tj.:

o Optimalni stupen automatizace vzhledem ke kapacité, nakladovym limitdm

o Minimalni spotfebu cisticiho média (to je velmi komplexni otdzka zavisla na fadé faktor(,
zejména dana pouZitym zafizenim, ale i povahou pouZité chemie.

o Optimalni vyuziti energie

PBT se v posledni dobé zaméfilo na inovaci nabizenych strojl pravé v téchto kritickych
parametrech.
Zakladni fada strojd — Super SWASH, Compaclean, Stencilclean SiA, UNICLEAN, MODULECLEAN

které budou predstaveny na letosni Productronice.

Super SWASH /Super SWASH Twingo
Ze zakladnich inovaci tohoto zafizeni pro velkokapacitni Cisténi Sablon, masek, nebo vysoce
ucinné cisténi elektronickych sestav i v soubéhu se Sablonami jde o:
e nasazeni novych typl postfikovych trysek s vyssi Gcinnosti
¢ zavedeni elektronického méreni tlaku pfimo na tryskach misto pred filtry
e zavedeni elektronického kontinualniho méreni hladiny v zasobnicich
e nasazeni novych typl tésnéni, zakaznicky vyrabénych pro PBT
e vyrazné snizeni hlu¢nosti stroje pfi suseni
e Uprava pro stabilizaci emulze novych Cisticich prostiedkd (vyznamny krok, umoziujici prakticky
snizit koncentrace pouzivanych Cistidel a uspofit naklady
o zdvojnasobeni kapacity SS TWINGO (dalsSi vyrazné zlepSeni hospodarnosti)
e ZlepSeni manipulace s Cistidly (softwarové kontrolovany proces vyprazdnovani tank()
e Prakticka realizace sbéru dat procesu se cteckou Carovych, nebo 2D kodd
¢ Implementace nového software pod Win 7, rozSifujici moznosti fizeni a integrace stroje do
infrastruktury vyrobce
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COMPACLEAN

Aktualni inovace tohoto vykonného stroje pro Cisténi elektronickych sestav zahrnuji

e Zavedeni kontinudlniho méreni hladin s vlastnim kapacitnim cidlem

e Stfidavy postrik zvySenym tlakem (Gcinné pro zkraceni Cisticich ¢asd a Cisténi obzvlasté obtiznych
sestav)

 Uprava pro stabilizaci emulze novych typd istidel (umoZfiuje snizit koncentrace organického
podilu distidla, snizit naklady nejen na Cistidlo, ale i na nasledné naklady s oplachem

¢ Kompletni inovace rozdélovaciho ventilu na vystupu z komory pro zvysSeni kinetické energie
odtékajici kapaliny

e Prlizor a vnitini osvétleni na prani

e Zavedeni elektronického méfeni tlaku pred tryskami

e Nové typy drzakd DPS pro palety, velmi malé DPS a pro Cisténi ve sklonéné poloze

STENCILCLEAN SiA
Tento stroj je plnohodnotnym Cisticim zafizenim pro Sablony, véetné extrémné jemnych
struktur. Simulacemi i zkouskami jsme ukazali, Zze je bezpecny z hlediska ploSného namahani
Sablon, koncentrace napéti na strukturach pricek mezi aperturami na stredu tiskového motivu a
v rozich zakotveni folie na pruznou sitovinovou spojku s ramem.
Na stroji jsou nové:

e Proti kolizni spojka na nucené pohanénych rotacnich rahnech.

o Elektronické sledovani otacek (nucené pohanéna rotacni ramena maji bezpecnostni proti kolizni

spojku, sledovani otacek je tedy nutné)

e =

V prednasce jsou zdlvodnény konstrukcni tendence, které PBT ve svém vyvoiji sleduje, jsou
ukazana néktera malo znama Uskali a nebezpedi, ktera mohou z poufZiti zjednodusenych strojl
vyplyvat. Jsou nastinény nékteré metody testovani i s priklady poufZiti, které PBT pti vyvoiji strojl
pouziva.

PBT Roznov p.R.,s.r.o. www.pbt.cz PRODUCTRONICA  Hala A4/ stanek 500
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Selektivni pajeni ve firmé Panasonic Plzen

Panasonic AVC Networks Plzen je vyrobce LCD a plasmovych televizorti pro Evropu a
Rusko. Téchto piistrojli se vyrabi nékolik set tisic mési¢né, vyroba DPS tedy Splha do
miliond. Vyroba probihd v nepietrzitém provozu. Tomu vSemu je pochopitelné uzptsobeno 1
strojni vybaveni.

DPS jsou celkem konven¢ni konstrukce, formatt ptiblizn€¢ mezi A5 a A4. Protoze to jsou
vyrobky spottebni elektroniky, vse je podfizeno ekonomice, ovSem s podminkou zachovani
vysoké spolehlivosti a kvality. Proto se na nich nevyskytuji zadné extrémni technické
vychytavky, desky jsou pfevazné na bazi materialti FR, prokované, bez pokoveni, pouze s
ochranou OSP. Dvoustranné desky jsou 1 n¢kolikavrstvé, s propojenim vias. Desky se po
pajeni nemyji.

Jednostranné desky jsou pajené béznymi dvojitymi vinami japonské vyroby, dvoustranné
desky jsou osazované SMT do pasty bez olova, s dopajenim selektivnimi péjecimi stroji, za
pouziti tavidel na alkoholové bazi. Bezolovnata pajeci slitina je dopovana 0,3% Ag a 0,5%
Cu. Velky technologicky ustupek ekonomice predstavuje loniské zruSeni dusikovych zakrytii
vIn po vyrazném zdrazeni dusiku a ptechod na levnéjsi pajeci slitinu.

Vstupni media jsou, az na nepodstatné vyjimky, vesmes asijského ptivodu. Jejich disledny
vybér a nevyhnutelnd prabézné piisné hlidana kvalita dodavek vyznamnou mérou pfispivaji
k vysoké kvalité kone¢nych produkti.

Selektivni pajeci stroje pro velké série vyrobila japonska firma SENJU. Jsou to ne moc
znama, celkem spolehliva a odolna zatizeni, kde je vSe podiizeno pozadované obrovské
kadenci — ovSem zas v jistych ekonomickych mantinelech ( s vyjimkami jedin€ smérem
k ekologii ), tedy ,,vSe, co nezbytné nepotiebujeme, pry¢.

P4jeni v stroji pfedchazi smoceni pajenych mist tavidlem (pryskyficné, 16 % suSiny), které
se nanasi na potfebnd mista postiikem, pies Sablonu. Bezprosttedné nasleduje predehtev pii
teplotach kolem 100°C.

P4ji se celd deska najednou, pfes Sablonu s nerezovymi nesmacivymi pajecimi tryskami —
»kominky*, kterych konstelace a ptidorys kazdého odpovidaji vzdy ptisluSnému modelu
desky. Sablony piedstavuji dost velkou investici, oviem pfi této sériovosti se to vyplati.

Kominky na Sablonach nejsou pouhé trysky, které prosté smoci pajenou oblast. Kazdy
z nich ptfedstavuje malinkou vinu se v§emi potfebnymi vlastnostmi, véetné moznosti
laminarniho proudéni slitiny ve smérech, vynucenych konstelaci pajenych bodi. Umoznuji to
otvory, piepady a ptepazky v celkem komplikované a titérné konstrukei kominka.

V soucinnosti s promyslenym navrhem péajené oblasti to piinasi nezvykle maly vyskyt
pajecich anomalii — mustkl a event. studenych spojt.

Kontakt desky s cinovou slitinou, vyhtatou na 255°C, nepiesahuje 6 vtefin.

Cast strojii ma velice nezvykle feseny vytlak a nasledné vzedmuti hladiny slitiny
v komincich: nepouziva se Cerpadlo, ale hladina v zadsobniku se stla¢i obrovskym, 50 cm
pistem, opatfenym zpétnymi klapkami pro navrat slitiny pfi jeho zpétném pohybu. To
umoznilo maximalné zjednodusit konstrukci stroje, ovSem za cenu, Ze stroj nemd moznost
trvalého pruatoku slitiny pres kominky, co ale pii bézném provozu nevadi.

Protoze stroje nejsou uzplisobeny pro ¢innost v inertni atmosfétre, minimalizace oxidace
v cinové vané se dosahuje tim, Ze na hladin€ plave kovova deska, zamezujici kontaktu hladiny
se vzduchem.
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Selektivni pajeni desek mensich sérii (fadoveé 10 000 ks, v prevazné vétsing€ se jedna o
polotovary desek z Malaysie) se dé€la na strojich anglické firmy PILLARHOUSE, model Jade
Handex. Tyto na prvni pohled zaujmou originaln¢ feSenou to¢nou o priimeéru cca 1,5 m, ktera
je na protilehlych koncich vybavena unéaseci desek. Zatimco undse€ na jedné strané se plni
deskami ( desek miize byt vic najednou, zalezi na jejich velikosti a tvaru), jeho druha strana je
vnofena do stroje a desky v ném se péji — jedna se tedy o autonomni stroje, které se nezatrazuji
do linky, kazdy potiebuje svou permanentni obsluhu, ktera vklada a odebira desky. Stroje jsou
vybaveny dvéma hlavami na nanaSeni tavidla, které se miiZou zapinat simultanng. Pracuji
velice uspornym zptisobem — kapicky tavidla jsou v definovaném poctu cilené vymrstovany
na pajeci plosky pomoci piezoménice, podobné, jako u bublinkové tiskarny. Systém je ovSem
velice jemny a choulostivy na ucpani, proto se pouziva tavidlo s obsahem susiny 5 %.

P4ji se jedinou, pohyblivou, sméacivou tryskou priméru 4 az 8§ mm, za teploty 300°C. Péjeci
slitinu si stroj odebira z 20 kg zasobni civky s dratem praméru 3 mm. (Stejné civky se
pouzivaji taky u pfedchozich popisovanych stroji.) Trysky pracuji v dusikové atmosféte,
horky dusik taky zajistuje predehiev pajenych mist. Tryska postupné objede vSechny pajeci
body, ¢as kontaktu bodu se slitinou je programovatelny individuélné, pro kazdy bod zvIast —
pohybuje se v praméru kolem jedné a pil vtefiny, podle potieby. Cas, potiebny na zapajeni
jedné desky je tedy pfimo imérny poctu pajenych bodl — pouZity princip neni tim
nejvhodnéjsim feSenim pro desky s velkym poctem pajenych mist. Proces je pribézné
sledovan kamerou.

Vysledek je siln€ zavisly od erudice programatora, ale po odladéni umoznuje pajeni
prakticky bez chyb.

pavel.gabris@eu.panasonic.com

SENJU PILLARHOUSE
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NitroFas"" — cesta k pajeni v ochranné atmosféie

Air Products Slovakia, s.r.o. AIR PRODUCTS spol.sr.o. AIR PRODUCTS spol. s r.o.

Mlynské Nivy 74 Ustecka 30 Tufanka 94

SK - 821 05 Bratislava CZ - 405 30 Dé&gin CZ - 627 00 Brno - Slatina
www.airproducts.sk www.airproducts.cz www.airproducts.cz

Tel.: +421 2 5341 9119 Tel.: +420 412 703 111 Tel.; +420 548 217 130
Fax.:+421 2 5341 9537 Fax.: +420 412 510 271 Fax.: +420 548 217 128

Ing. Martin Hanak, tel.: + 421 903 727 773, e-mail: hanakm@airproducts.com
Zdenék Mrstny, tel.: + 420 731 437 728, e-mail: mrstnyz@airproducts.com

Abstrakt

Spolecnost Air Products mad jiz vice nez
dvacetileté zkusenosti ve vyzkumu a vyvoji
v oblasti mikroelektroniky. Spolecné s vyrobci
desek plosnych spojii vyviji a optimalizuje i
systémy pdjeni v inertnich atmosférach. Jednim
zvysledkii  této  spoluprdce je  systém
NitroFAS™, ktery vyrobciim desek plosnych
spoju umoznuje prejit bez veétSich potizi na
bezolovnaté pdjeni, snizit vyrobni ndklady,
odstranit dodatecne cisteni desek, vyrazné
zvysit kvalitu pajenych spojii a zlepsit kvalitu
pracovniho prostredi zredukovanim pouZivani
nebezpecnych materiali.

Obr.1: Pohled na systém pro pajeni v inertni atmosféfe

1. Piedstaveni systému NitroFAS™

Jednotlivé &asti systému NitroFAS™

Skoleni a poradenstvi pii pfechodu na proces pajeni bez pouziti olova
posouzeni pripravenosti pajecich zatizeni

doporuceni nejvhodnéjsich materialt (pajek, pajecich past, tavidel atd.)
nastaveni parametrii pajeni na vin¢€ i v ptetavovaci peci

pfestavba pajecich zafizeni pro pouziti inertni atmosféry
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instalace zafizeni pro skladovani a rozvod inertniho plynu

dodavky plynu

nastaveni a optimalizace pratoku pro vytvofeni co nejlepsi inertni atmosfeéry
méteni a kontrola inertnich atmosfér

\
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Obr. 2 Schéma proudéni inertni atmosféry

Nevyhody bezolovnatého pajeni

e zhruba 3x vyssi cena
e mnohem agresivngjsi slitina zptisobuje rychlé opotiebeni a degradaci soucasti
v kontaktu s roztavenou pajkou
vyzaduji vyssi teplotu péjeni a predehievu
vy$si obsah cinu a vyssi teplota zptuisobuji 2.4-ndsobné zvyseni oxidace pajky, pasty i
kontaktii
e uZ8i procesni okno, hor$i smacivost a vétsi mnozstvi oxidl vedou
k nékolikanasobnému zvySeni vadnych zapéjeni
e vyssi oxidace vyzaduje agresivnéjsi tavidla
e vyssi teplota a piip. delsi doba expozice miize vést k poskozeni soucastek

vvvvvv

2. Miize inertni atmosféra pomoci?

Systém pajeni v inertni atmosféte NitroFAS™ miize byt efektivné pouzit, jak u novych
pajecich stroji, tak 1 u starSich zafizeni vSech bézné pouzivanych typt. Je vzdy konstruovan
presné na dany typ zafizeni a nastaven podle velikosti stroje, typu a velikosti pajenych desek a i
s ohledem na typ pouzivanych soucéastek. Pomaha snizit ndklady a odstranit problémy péjeni
s minimalnimi investicemi.
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2.1  SniZeni vyrobnich nakladii (pajeni vinou)

vyrazna redukce oxidu a tvorba strusky
sniZeni spotieby pajky a tavidla

omezeni prostoji

zkraceni frekvence a doby na udrzbu zatizeni
zredukovani nakladd na opravu vadnych spoju
vyssi kvalita pajenych spoju

Pii pajeni vinou dochdzi k velké oxidaci pajky roztavené v pajeci lazni. U bezolovnatych
pajek, které oxiduji mnohem vice, navic pii pouziti vyssi teploty dochazi k znacnému nértstu
nakladii v podobé zbyte¢né vyhozené strusky.
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Obr. 3  Graf redukce strusky v pajeci viné v zavislosti
na koncentraci zbytkového kysliku v misté pajeni

U nastiikovych fluxert lze pii vyuziti inertni atmosféry snizit spotiebu tavidla o 15-30%
v zavislosti na typu pajenych desek. Je vhodné pouzit méné agresivni tavidla s niz§im podilem
pevnych ¢asti. Docili se tim mensiho znecisténi desek zbytky tavidla a odstranéni problémi
zakontaktovani pfi nasledném testovani. Nedochdzi také k zneciStovani lazné zbytky
splachnutého nezreagovaného tavidla.
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2.2 ZlepSeni kvality pajeni (reflow + pajeni vinou)

vyrazné mensi pocet vad

mnohem pevnéjsi spoje

zlepSena smacivost kontakt
akcelerace "debridging" efektu

veétsi smaciva sila, krats$i doba smaceni
rozsiteni procesniho okna

Snizenim oxidace kontaktii i pajky se znatelné
zlepsi smacivost pajenych kontakt. To ma pozitivni vliv
na pocet vadnych spoji tzn. nezapajenych kontaktd,
nedostatecné nasmacenych spoji, mistkti atd. Podle
designu desky a typu pouzitych soucéstek je mozné
snizit poet defektii o 30-70%. Cim mensi soucastky a
¢im mensi rozte¢ kontakti, tim je samoziejmé efekt
VEtsi.

Pfi testovani pajenych spoju bylo také zjisténo
zvySeni pevnosti a dlouhodobé spolehlivosti spoji
pajenych v ochranné inertni atmosféfe. Pevnost spoji pfi
bo¢nim i kolmém odtrhu byla zhruba o 15% vyssi pfi
pouziti dusiku. Pfi dalSim tepelném, vlhkostnim a
mechanickém namahéni se tato pevnost navic jesté
zvySovala. Naopak u klasicky pajenych spoji jejich Inert N2 atmosphere
pevnost po zivotnostnich testech klesala.

2.3 Odstranéni nebezpecnych materiali

e climinace Cisténi pomoci chlorofluorokarbonti
e moznost pouziti tavidel s nizSim obsahem pevnych ¢asti
e mnohem krats$i doba expozice obsluhy potencionalné toxickym materialim

Pfi pouziti inertni atmosféry je mozné zcela odstranit dodate¢né ¢isté€ni desek, pokud bylo
pred tim nezbytné. Vzhledem k CistsSimu povrchu zapajenych desek se snizuji i problémy se
spravnym zakontaktovanim pii testovani. Pohyblivé Casti dopravniku a testovaci piny se
nezanaseji necistotami ze zbytki tavidla.

Snizeni frekvence a doby udrzby a ¢isténi pajeci viny je také mnohem piijemnéjsi pro

obsluhu stroje, nebot” operator neni tak dlouho vystaven horké a potencionalné toxické atmosféie
uvnitf viny.
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ZPUSOBY MONTAZE ELEKTRONICKYCH MODULU
Josef Sandera

Vysoké uceni technické Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikac¢nich technologit,
Ustav Mikroelektroniky, Technicka 10, 616 00, Brno,
E-mail: sandera@feec.vutbr.cz

UVOD:

V nékterych pifipadech elektronické montaze jsou na hlavni desku plo§ného spoje (mainboard)
elektronicky pfipojovadny samostatné moduly. Moduly mohou byt osazeny klasickymi, nebo
castéji SMD soucastkami ve standardnich pouzdrech, pfipadné obsahuji multi¢ipové moduly,
samostatné Cipy, specialni senzory apod.

Modulova feSeni piinasi spoustu vyhod. Za hlavni vyhody je mozno povazovat,

a) Usnadni se opravy a diagnostika poruch

b) V néekterych ptipadech se zjednodussi navrh plosného spoje, je mozno realizovat
propojeni na ploSném spoji i pod modulem

¢) Vhodnou volbou obvodového feSeni na modulu miZe dojit k usporam specialnich
materiala plosnych spojit

d) Pouziti modulii umoziuje realizovat feSeni v ose “Z”, tzv. 3D konstrukce.

Mezi hlavni nevyhody pouzivani modulové konstrukce patti problémy s pfipojenim modulu
na zékladni desku. Pouziva se rozebiratelné spojeni propojeni (konektory) a pajené spojeni.
Konektor, ptipadné dalsi pajené spoje celkové snizuji spolehlivost systému.

P4jené spojeni byva realizovano pomoci dratovych hiebinkd (feSeni pro HIO), specidlnich
kovovych kolicki a pruznych elementd. Mozné feSeni, kterd pouZziva spole¢nost Autosplice

jsou uvedena na obrazku 1.

n
m
Spojeni “Minifoot pins Spojeni ,,Nailhead Pins”
|
‘as Em .
| ]
| ||
|
Spoieni ..Hvbrid Pins” Spojeni ,,S-tab.”

Obrazek 1: Spojeni dratovymi vyvody spole¢nosti Autosplice [1]
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Spojeni Solderballs”[1] Konstrukce Spojeni kuli¢kami pajky ze strany soudéstek [3
FunctionPack™ [2]

N

Spojeni ptes hranu 3D - SiP konstrukce [4]

Obrazek 2: Spojeni SMT vyvody (kulové a ptes hranu)

V soucasné dob¢ se pouziva prevazné spojeni SMT, mezi které patii propojeni pomoci
kulovych vyvodu, ptipadné ptes pajeci plosky umisténé zespodu modulu, pfipadné jsou
kontakty umistény na jeho hran€. Na obrazku 2 jsou uvedena pouzivané¢ nepruzna (SMT)
pajena pfipojeni. Velice zajimavé s pohledu montdze moduli se jevi propojeni pomoci terciku
a pomoci kulicek pajenych ze strany soucastek. V tomto piipadé je mozno kulicky pro
propojeni osazovat automatem spolecné se SMD soucastkami.

V pripad¢ feSeni nepruzného propojeni je tfeba také uvazovat namahani nepruzného spoje,
které vznikd v dasledku rozdilné tepelné roztaznosti materidlu zédkladni podlozky a materialu
modulu. Toto je tfeba fesit zvlasté pii montazi keramickych moduld na organické materialy
plosného spoje.

NOVE ZPUSOBY PRIPOJENI :

V ramci feSeni projektu FR-TI1/072, “Aplikace modernich montaznich technologii a
materiald v elektrotechnickém pramyslu”, ktery financné podporuje Ministerstvo prumyslu
Ceské republiky je na vyzkumném pracovisti VUT FEKT Brno a ve spoluprici s firmou
SMTplus.CZ Brno feSena problematika propojeni modulti pfes hranu a propojeni pomoci
¢ipovych soucastek.

Pro pfipojeni modulii bylo vyuZzito spojeni pomoci Cipovych soucastek (CWC-Connection
with Components). Toto feSeni je realizovano podle autorského osvédCeni [5], jehoz
majitelem je VUT Brno. Jak ukazuje obrazek 3, pro spojeni jsou vyuzity vyvody klasickych
SMD soucastek c¢ipovych, nebo valcovych. Vyhoda feSeni spo¢iva v tom, Ze je mozno pro
realizaci propojeni vyuzit klasicky osazovaci automat. Soucastka mlize navic zastavat funkci
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blokovani, impedan¢niho pfizplisobeni a pod. Hlavnim tkolem vyzkumu je ovéfeni
technologickych montaznich postupti a zjisténi spolehlivosti propojeni.

I-l..ll-:l.:

Obrazek 3: Pfipojeni pomoci SMD soucastek (CWC)

Pro ovéfeni byly realizovany moduly velikosti 20x20 mm na LTCC keramice, na kterych byl
vytvoren technologii tlusté vrstvy pro rizné vodivé pasty testovaci motiv (daisy chain). Pomoci
osazovaciho automatu SAMSUNG CP45 byly na modul osazeny c¢ipové (0603) a valcové
(miniIMELF) SMD rezistory a kapacitory a nasledné zap4jeny.

V dalsich krocich byly takto realizované moduly (obrazek 4) osazeny do pajeci pasty na
zakladni desku z FR4 materidlu a pomoci automatu a ovéfeno optické centrovani a osazeni
modulu. Bylo zjisténo, Ze pro bezchybnou identifikaci a polohovani modulu je tieba, aby na
kontaktni ploSe byly navadéci znacky. Pro vSechny experimenty byla pouzitd LF pajka
SAC305.

Obrazek 4: ZkuSebni moduly na LTCC keramice.

Pro posouzeni termomechanické spolehlivosti konstrukce byly moduly podrobeny teplotnimu
cyklovani za podminek, které stanovuje norma IPC-SM-785. Jedna se o teplotni cykly 0 az 100
°C s prodlevou na horni teploté¢ 15 minut. Nejlepsi spolehlivosti byla dosazeno v piipadé
pouzder MINI-melf a soucastek umisténych rovnobézné s hranou modulu. Podrobnosti a
vysledky testovani jsou uvedeny v [6] a [7].

Dalsi z problém, ktery byl v rdmci projektu feSen bylo ovéieni a rozpracovani problematiky
realizace vodivého kontaktu na hrané¢ modulu (MVPH-Modified Via Plated Hole). Byl zvolen
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postup frézovani standardniho prokoveného otvoru realizovaného klasickou technologii vyroby
plosnych spojii pouzivanou na organickém substraté¢ (FR4), ktery byl zaplnén bezolovnatou
pajkou. V ramci projektu byly navrzeny moduly, které budou pouzity pro vrstvené 3D propojeni
a navrzen maticovy displej s 256 LED diodami v SMD pouzdrech velikosti 0603. Pfipojeni
displeje na zdkladni desku je realizovano hranovym propojenim. Provedeni hranového
propojeni je uvedeno na obrazku 5.

Obrazek 5: Detail provedeni kontaktu a vzhled maticového displeje s hranovym
propojenim MVPH [8]

PODEKOVANI :

Tento vyzkum je feSen v rdmci projektu TIP FR-TI1/072 “Aplikace modernich montaznich
technologii a materidlti v elektrotechnickém primyslu” za podpory Ministerstva primyslu a
obchodu Ceské republiky.
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Nova generace OSP pro LF proces a testy pajitelnosti
/J. Stary, FEKT VUT Brno, SMTplus.CZ Brno, M. Bedlek, FEKT VUT Brno/
e-mail: stary@feec.vutbr.cz

SHIKOKU GLICOAT SMD F2 A F2(LX)

- nova generace organickych inhibitori oxidace médi (OSP- Organic Surface Preservatives)
kompatibilni s LF procesem is ICT pomoci jehel. Material se vyznacuje vysokou tepelnou
odolnosti dany pomérné vysokou molekulovou hmotnosti aryl-phenyl-imidazolového retézce
obr. 1. Vazby jsou vytvareny vodikovymi atomy k povrchu médi, pii¢emz dochazi omezené
k rozpousténi Cu do roztoku, nebo nedochdzi vibec u verze F2(LX). OSP F2(LX) navic
nedeponuje organicky film
na NiAu ajiné kovy. Jako
rozpoustédlo aktivni slozky
se pouziva kyselina octova
misto kyseliny mravenci,
pficemz kyselina octova ma
mensi tendenci se
vyparovat. Povlaky u typi
F2 jsou tenké 0,1 — 0,2 pm.

Obr.1 Strukrura Glicoat SMD F2

PROVADENE EXPERIMENTY
M¢éieni smacivosti povrchii probihalo metodou smacecich vah abyly porovnany
pdjitelnosti kontaktd oSetfenych tfemi typy povrchovych uprav podrobenych rozdilnym
tepelnym vlivim. Diiraz je kladen na sledovani vlastnosti nové generace OSP Glicoat F2
a nésledn¢ predikce vhodnosti pro bezolovnaté pajené spoje s vyssi spolehlivosti. P4jitelnost
kontaktti OSP, ENIG a imerzni cin byla sledovana po dodani, po izotermalnim starnuti (I.S.)
125 °C po dobu 60 min. a po 3 reflow cyklech s reflow profilem (RTS, gradient pfedehievu
1,2 Ks”', Tp = 215°C, TAL = 45s, gradient chladnuti 2,5 Ks™). Vzorky byly vystavené
konstantni relativni vlhkosti 94% v hermeticky uzaviené nddob¢ po dobu 72 hodin.
U smacecich vah pouzita pajka SAC 305, vyhtivana na 240 °C. Hloubka ponoru
kontaktu 3 mm, rychlost ponoru 10 mm/s a doba ponoru 10s. Tavidlo: 25 hm.% praskové
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kalafuny a 75% izopropylalkoholu. Podstatné vysledky jsou zndzornény graficky na obr. 2-5.
Jednotlivé pribéhy byly kvantitativné porovnany pomoci parametri Fyax. a tos.

Obr. 2 Porovnani povrchovych uprav OSP, ENIG a imerzni Sn po dodani (bez
tepelného/vihkostniho starnuti). NejrychlejSi smaceni OSP, poté Sn a nakonec ENIG

l.l

Obr. 3 Porovnani povrchovych uprav OSP, ENIG a imerzni Sn po izotermalnim starnuti (1.S.).
Nejrychlejsi smaceni OSP, poté ENIG a nakonec Sn
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Obr. 4 Porovnani povrchovych uprav OSP, ENIG a imerzni Sn po 3 reflow cyklech
Nejrychlejsi smaceni ENIG, poté OSP a nakonec Sn

Obr. 5 Porovnani povrchovych uprav OSP, ENIG a imerzni Sn po expozici ve vihku Nejrychlejsi
smaceni OSP, poté ENIG a nakonec Sn
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Fyviax (mN)

OSP ENIG imerzni Sn

Bez 1.S. | Po I.S. | Reflow | Vlhkost | BezI.S. | Po I.S. | Reflow | Vlhkost | Bez I.S. | Po I.S. | Reflow | Vlhkost

1,11 | 1,05 | 0,11 1,04 1,07 | 1,04 | 0,81 1,02 1,07 | 0,63 | -0,86 | 0,76

Tabulka 1 Namérené hodnoty Fyax. pro OSP, ENIG a imerzni Sn

t2/3(ms)
OSP ENIG imerzni Sn
Bez I.S. | Po I.S. | Reflow | Vlhkost | BezI1.S. | Po I.S. | Reflow | Vlhkost | Bez I.S. | Po I.S. | Reflow | Vlhkost
970 1550 | 8900 1070 2740 | 2800 | 3580 2940 2680 | 2260 -- 3020

Tabulka 2 Naméfené hodnoty t,; pro OSP, ENIG a imerzni Sn

Fuax, — maximalni hodnota sméceci sily brand ke korigované nule

ty3 — Cas, pocitany od ponoteni vzorku do pajky, za ktery smaceci sila se dostane na Groven

- Fymax.

HODNOCENI

Z testi nejhiife vySel imerzni Sn. Ve stavu bezprosttedné po pokoveni byl sice
kvalitativné porovnatelny s OSP a ENIG, ale po vystaveni teplu a vlhkosti velmi rychle
degradoval. U dvojice ENIG a OSP v praxi zéalezi na konkrétnich pozadavcich pro montaz
DPS. Ve stavu po naneseni OSP, po izotermalnim starnuti a vystaveni vlhkosti se diky své
podstaté jevi OSP jako lepsi volba. Vysokd Fp,x, srovnatelna s ENIG je dosaZena za kratsi Cas.
OSP ztraci své vlastnosti po pfetavovacich cyklech, po 3 cyklech je zfejmé vyrazné zhorSeni
smacivosti. ENIG ma hodnoty pomérné stalé, diky lepsi inertnosti vici tepelnému naméhani.
Nicméné spolehlivost pajeného spoje je dana i dalSimi faktory i vlivy, které zase rozpusténé

zlato do pajeného spoje miize degradovat...

PODEKOVANI

Méfeni smacivosti byla provadéna na FEKT VUT v Brné ve spolupraci s firmou
SMTplus.CZ, s.r.o. a jsou feSena v ramci projektu TIP FR-TI1/072 “Aplikace modernich
montaznich technologii a materiali v elektrotechnickém primyslu” za podpory Ministerstva
primyslu a obchodu Ceské republiky.

Pod¢kovani patii dale firmdm Gatema Boskovice za pokoveni vzorkiit ENIG a Sn a

firmé Interconti Brno za dodani OSP typu Glicoat F2.
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Informace o inzerci:

Cenik inzertnich sluzeb:

Inzerce v bulletinu

Velikost inzeratu do 1/2 formatu A4 1000,- K&
Velikost inzeratu ve formatu A4 2000,- K&
VloZeni dodanych firemnich materiald  1000,- K&
(bez vyvazani)

Materialy dodavejte, prosim, s maximalnim kontrastem.
Kvalita zverejnénych inzerati odpovida kvalité Vami dodanych podkladu.

Materialy, uréené k uvefejnéni v bulletinu, ndm muizete dodat v tiSténé podobé
(ve formatu A4), na disketé nebo zaslat e-mailem na adresu smtinfo@nextra.cz .

Pripravované akce:

SMT-INFO 02/2012 14. unora 2012

e NAVRHOVE SYSTEMY DPS
o KOMPLEXNi VYROBNI LINKY MODERNICH MONTAZI

o INSPEKCNi SYSTEMY

31



BULLETIN ANOTACI
69.Cislo, Brno 18.10.2011
ISSN 1211-6947

Vydava: SMT-info konsorcium
Odborna redakéni rada:

Ing. Jifi Stary
Redaktor:

Marie Méfinska

32




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




